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Abstract of DE 4340594 (A1) 

The surface mount device (SMD) includes a 



substrate (1). An electronic element (2) is mounted 
on the substrate. Several electrodes (4,5) are 
arranged on a surface of the substrate for the 
electrical connection of the electronic element. The 
electronic element has an exposed flat surface in its 
upper region (2a) which is used for sucking up the 
device with a suction nozzle (3). The electronic 
element is mounted in the middle of the substrate. 
ADVANTAGE - Can be miniaturised without 
requiring casing or moulding. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen oberflachenmontierba- 
ren chipfdrmigen elektronischen Baustein (SMD). 

Allgemein ist ein chipfdrmiger elektronischer Bau- 5 
stein, der ein auf einem keramischen Substrat montier- 
tes elektronisches Element aufweist, durch Ummante- 
lung mit einem topffdrmigen Gehause abgedeckt oder 
durch GieBformen mit einem Harz bedeckt, so daB es 
als Oberflachenmontierbares Element (SMD) dienen 10 
kann. 

Ein solcher ummantelter oder eingegossener chipfdr- 
miger elektronischer Baustein kann als Ganzes einheit- 
lich gehandhabt werden, so daB ein oberer Teil dieses 
chipfdrmigen elektronischen Bausteins zum Zweck der 15 
Oberflachenmontage mit Hilfe einer SaugdQse festge- 
halten werden kann. 

Durch ein solches Ummanteln oder EingieBen wer- 
den jedoch die Abmessungen eines solchen chipfdrmi- 
gen elektronischen Bausteins nachteilig vergrdBert, und 20 
es wird viel Platz zum Tragen desselben bendtigt Wenn 
ein herkdmmliches chipfdrmiger elektronischer Bau- 
stein verwendet wird, ist es deshalb unmdglich, diesen 
bei der Oberflachenmontage mit hoher Flachendichte 
zu montieren. 25 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen chipfdrmigen 
elektronischen Baustein zu schaffen, der miniaturisiert 
werden kann, ohne daB eine Ummantelung oder ein 
EingieBen erforderlich ist. 

Der chipfdrmige elektronische Baustein gemaB der 30 
Erfindung umfaBt wenigstens ein elektronisches Ele- 
ment, das auf einem Substrat montiert ist Dieses elek- 
tronische Element ist in seinem oberen Teil mit einer 
flachen Oberflache versehen, die durch eine Saugduse 
angesaugt und festgehalten werden kann. 35 

ErfindungsgemaB bestehen fur das elektronische Ele- 
ment, das auf dem Substrat montiert ist, keine besonde- 
ren Beschrankungen, doch muB es in seinem oberen Teil 
mit einer flachen Oberflache versehen sein, die durch 
eine Saugduse angesaugt werden kann. Solch ein elek- 40 
tronisches Element kann beispielsweise durch einen In- 
duktivitats-Chip oder einen Induktivitats-Block mit ei- 
nem magnetischen Kdrper gebildet sein. Alternativ 
kann das elektronische Element beispielsweise auch ein 
Kondensator-Chip oder ein IC-Chip sein. 45 

ErfindungsgemaB muB die flache Oberflache, die auf 
dem oberen Teil des auf dem Substrat montierten elek- 
tronischen Elements vorgesehen ist, mindestens ein Ge- 
biet aufweisen, das das Ansaugen durch eine Saugduse 
gestattet, um den chipfdrmigen elektronischen Baustein 50 
bei der Oberflachenmontage zu halten. Weiterhin ist das 
elektronische Element vorzugsweise so auf dem Sub- 
strat montiert, daB es sich im wesentiichen in der Mitte 
desselben befindet, so daB das elektronische Element in 
einem stabileren Zustand gehalten wird. Das elektroni- 55 
sche Element muB jedoch nicht zwingend in der Mitte 
des Substrats angeordnet sein, sofern der chipfdrmige 
elektronische Baustein insgesamt durch die Saugduse, 
die das elektronische Element ansaugt, stabil gehalten 
werden kann. 60 

Wenn das Substrat durch ein dielektrisches Substrat 
gebildet wird, kann der chipfdrmige elektronische Bau- 
stein mit einem Kondensator in diesem Substrat verse- 
hen sein. Weiterhin kann das Substrat an seiner Oberfla- 
che mit Elektroden zum AnschluB des elektronischen 65 
Elements versehen sein. Das elektronische Element 
kann auf dem Substrat durch Anldten an die auf seiner 
Oberflache vorhandenen Elektroden befestigt sein. Um 
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eine solche Lotbef estigung zu verstarken, kann ein ther- 
misch aushartendes Harz zwischen dem elektronischen 
Element und dem Substrat vorgesehen sein, so daB es 
als Klebemittel dient, wodurch die Haftstarke zwischen 
dem Substrat und dem elektronischen Element verbes- 
sert wird. 

Wenn das Substrat durch ein dielektrisches Substrat 
gebildet wird, ist es auBerdem mdglich, mehrere innere 
Elektroden im Inneren des dielektrischen Substrats vor- 
zusehen, die mit einander unter Zwischenfugung einer 
dielektrischen Schicht uberlappen, so daB ein Konden- 
satorteil gebildet wird. Wenn ein Induktivitatselement 
auf einem solchen dielektrischen Substrat montiert 
wird, ist es mdglich, aus den chipfdrmigen elektroni- 
schen Baustein als LC-Filter auszubiiden, indem dieses 
Induktivitatselement elektrisch mit dem in dem dielek- 
trischen Substrat vorgesehenen Kondensatorteil ver- 
bunden wird. Da das dielektrische Substrat mit wenig- 
stens einem Kondensatorteil in seinem Inneren verse- 
hen ist, wird kein separater Kondensator bendtigt, und 
der Platz fur einen solchen Kondensator kann einge- 
spart werden. AuBerdem ist es mdglich, die elektroni- 
schen Eigenschaften oder Kenndaten einzustellen, in- 
dem der in dem dielektrischen Substrat gebildete Kon- 
densatorteil mit einem Laserstrahl oder dergleichen ge- 
trimmt wird, wodurch eine Feineinstellung der Kennda- 
ten erleichtert wird und die Stabilitat der Kenndaten 
nach der Einstellung verbessert wird. 

GemaB der Erfindung kann der chipfdrmige elektro- 
nische Baustein bei der Oberflachenmontage durch eine 
Saugduse angesaugt und gehalten werden, ohne daB 
eine Ummantelung oder ein EingieBen erforderlich ist. 
Somit kann der chipfdrmige Baustein im Vergleich zum 
Stand der Technik verkleinert werden, so daB eine 
Oberflachenmontage mit hoher Flachendichte ermdg- 
Iicht wird. Beispielsweise kann der chipfdrmige elektro- 
nische Baustein auf 4,5 x 3,2 mm verkleinert werden, im 
Vergleich zu etwa 5,3 x 4 mm bei einem herkdmmlichen 
Baustein. Somit ermdglicht die Erfindung eine Miniatu- 
risierung des chipfdrmigen elektronischen Bausteins um 
5 bis 30%. 

AuBerdem kann der erfindungsgemaBe chipfdrmige 
elektronische Baustein im Vergleich zum Stand der 
Technik durch einfachere Schritte hergestellt werden, 
ohne daB Arbeitsschritte wie etwa das Ummanteln oder 
EingieBen erforderlich sind. Daruber hinaus kann der 
chipfdrmige elektronische Baustein im Vergleich zum 
Stand der Technik zu geringeren Kosten hergestellt 
werden, da kein Material fur die Ummantelung oder fur 
das EingieBen bendtigt wird. 

Im folgenden werden bevorzugte Ausfuhrungsbei- 
spiele der Erfindung anhand der Zeichnungen naher er- 
lautert 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausftih- 
rungsform der Erfindung; 

Fig, 2 eine Frontansicht der Ausfiihrungsform nach 
Fig. 1; 

Fig. 3 eine Seitenansicht der Ausfiihrungsform nach 
Fig. 1; 

Fig. 4 eine Frontansicht einer weiteren Ausfiihrungs- 
form der Erfindung, bei der ein thermisch aushartendes 
Harzelement als Klebemittel zwischen einem Induktivi- 
tats-Chip und einem Substrat eingeftigt ist; 

Fig. 5 eine Frontansicht einer weiteren Ausftihrungs- 
form der Erfindung, bei der ein Induktivitats- Block als 
elektronisches Element vorgesehen ist, das auf einem 
Substrat montiert ist; 
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Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer weiteren 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig, 7 A ein Schnitt langs der Linie A- A in Fig. 6; 

Fig. 7B ein Schnitt l&ngs der Linie B-B in Fig. 6; 

Fig. 8 eine Schaltskizze eines LC-Filters gemaB der 
Ausftihrungsform nach Fig. 6; 

Fig. 9 eine Schaltskizze eines Beispiels fur eine Schal- 
tung eines LC-Filters, bei dem die vorliegende Erfin- 
dung anwendbar ist; 

Fig. 10 eine Schaltskizze eines weiteren Beispiels ei- 
ner Schaltung eines LC-Filters, bei dem die Erfindung 
anwendbar ist;und 

Fig. 1 1 eine Schaltskizze eines weiteren Beispiels ei- 
ner Schaltung eines LC-Filters, bei dem die Erfindung 
anwendbar ist. 

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines chipfor- 
migen elektronischen Bausteins gemaB einer Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. In dem chipfdrmigen elektro- 
nischen Baustein nach Fig. 1 ist ein Induktivitatselement 
2 in der Form einer chipfdrmigen Spule auf einem kera- 
mischen Substrat 1 montiert, so daB es sich im wesentli- 
chen auf der Mitte des Substrats befindet Der Indukti- 
vitats-Chip 2 weist einen Flansch 2a auf, der auf seiner 
Oberseite eine flache Oberflache aufweist Dieser In- 
duktivitats-Chip 2 ist auf obere Elektroden 5 aufgeldtet, 
die auf einer oberen Oberflache des keramischen Sub- 
strats 1 ausgebildet sind, und ist dadurch auf dem kera- 
mischen Substrat 1 befestigt 

Zusatzlich zu dem Induktivitats-Chip 2 sind weitere 
elektronische Komponenten oder Elemente 6, 7 und 8 
auf den oberen Elektroden 5 des keramischen Substrats 

1 montiert. Die oberen Elektroden 5 sind mit seitlichen 
Elektroden 4 verbunden, die auf den Seitenflachen des 
keramischen Substrats 1 ausgebildet sind, so daB der 
chipformige elektronische Baustein insgesamt auf einer 
Schaltungsplatine oberflachenmontiert und in den Be- 
reichen der seitlichen Elektroden 4 verldtet werden 
kann. 

Wie aus Fig. 1 hervorgeht, ist bei dem erfindungsge- 
maBen elektronischen Baustein gemaB diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel der Induktivitats-Chip 2, der mit dem 
Flansch 2a mit einer flachen Oberflache versehen ist, im 
wesentlichen auf dem Mittelbereich des keramischen 
Substrats 1 befestigt, wodurch es moglich ist, den chip- 
formigen elektronischen Baustein als Ganzes bei der 
Oberflachenmontage zu halten, indem die flache Ober- 
flache des Flansches 2a des Induktivitats-Chips 2 mit 
einer Saugdiise 3 angesaugt und festgehalten wird. 

Fig. 2 und 3 sind Front- und Seitenansichten des In- 
duktivitats-Chips 2, der auf dem keramischen Substrat 1 
montiert ist. Wie aus Fig. 2 und 3 hervorgeht, ist der 
Induktivitats-Chip 2 durch ein Ldtmittel 9 elektrisch mit 
den auf dem keramischen Substrat 1 vorgesehenen 
Elektroden verbunden. Wahrend der Induktivitats-Chip 

2 auf diese Weise durch das Ldtmittel 9 an dem kerami- 
schen Substrat 1 fixiert ist, kann, wie in Fig. 4 gezeigt ist, 
zwischen dem Induktivitats-Chip 2 und dem Substrat 1 
auch ein thermisch aushartendes Harz 10 eingefugt sein, 
das als Klebemittel dient und so die Haftstarke zwischen 
diesen Teilen verbessert, sofern die Haftstarke nicht 
ausreichend ist. 

Fig. 5 zeigt eine Ausfuhrungsform, bei der ein block- 
fdrmiges Induktivitats- Element, im folgenden als Induk- 
tivitats-Block 20 bezeichnet, das elektronische Element 
bildet, das auf einem Substrat montiert ist. GemaB Fig. 5 
ist der Induktivitats- Block 20 auf einem Substrat 21 an- 
geordnet, bei dem es sich um ein Teil aus dielektrischem 
Material handelt 



Wie oben beschrieben wurde, ist das auf einem Sub- 
strat montierte elektronische Element nicht auf ein In- 
duktivitats-Element beschrankt, sondern es kann bei- 
spielsweise auch durch einen Kondensator-Chip oder 
5 einen IC-Chip gebildet werden. 

Nachdem ein solches elektronisches Element auf dem 
Substrat montiert worden ist, kann der gesamte chipfdr- 
mige elektronische Baustein mit einem Silikonharz oder 
dergleichen beschichtet werden, um die Haltbarkeit und 

io Zuverlassigkeitzuverbessern. 

Bei dem chipfdrmigen elektronischen Baustein nach 
dieser Ausfuhrungsform ist das elektronische Element, 
das im wesentlichen in der Mitte auf dem Substrat mon- 
tiert ist, auf seiner Oberseite mit einer flachen Oberfla- 

15 che versehen, die durch eine Saugdiise angesaugt und 
gehalten werden kann. Wenn der erfindungsgemaBe 
chipformige elektronische Baustein auf einer gedruck- 
ten Schaltungsplatine oder dergleichen montiert wird, 
ist es deshalb moglich, die auf der Oberseite des im 

20 wesentlichen in der Mitte auf dem Substrat montierten 
elektronischen Elements angebrachte flache Oberflache 
mit einer Saugdiise anzusaugen und so den chipformi- 
gen elektronischen Baustein insgesamt bei der Oberfla- 
chenmontage zu halten. Anders als beim Stand der 

25 Technik ist es somit nicht erforderlich, eine Ummante- 
lung oder ein EingieBen vorzunehmen, und der fOr eine 
solche Ummantelung oder ein solches EingieBen erfor- 
derliche Raum wird eingespart, wodurch der erfin- 
dungsgemaBe Baustein gegenuber dem Stand der Tech- 

30 nik miniaturisiert werden kann. 

Da keine Arbeitsgange wie Ummanteln oder Eingie- 
Ben erforderlich sind, kann der erfindungsgemaBe Bau- 
stein im Vergleich zum Stand der Technik in einfache- 
ren Schritten hergestellt werden. AuBerdem kann der 

35 erfindungsgemaBe Baustein zu geringeren Kosten her- 
gestellt werden, da kein Material fur das Ummanteln 
oder EingieBen bendtigt wird. 

Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines chipfdr- 
migen LC-Filters 31 gemaB einer weiteren Ausfuh- 

40 rungsform der Erfindung. 

Das LC-Filter 31 gemaB dieser Ausfuhrungsform 
wird durch ein dieiektrisches Substrat 32 gebildet, das 
die Form einer rechteckigen Platte hat. Das dielektri- 
sche Substrat 32 wird beispielsweise dadurch herge- 

45 stellt, daB dielektrische Keramik gebrannt wird, wobei 
mehrere innere Elektroden 33a bis 33c in diesem dielek- 
trischen Substrat 32 angeordnet werden, wie im Schnitt 
in Fig. 7 A und 7B zu erkennen ist. Die mehreren inneren 
Elektroden 33a bis 33c sind so angeordnet, daB sie mit- 

50 einander unter Zwischenftigung einer dielektrischen 
Schicht iiberlappen, so daB sie einen einzelnen Mehr- 
schicht-Kondensatorteil bilden. Die inneren Elektroden 
33a und 33c sind an einer seitlichen Oberflache des di- 
elektrischen Substrats 32 nach auBen gefiihrt und elek- 

55 trisch mit einer auf dieser seitlichen Oberflache ausge- 
bildeten Elektrode 34A verbunden. Die mit den inneren 
Elektroden 33a und 33c iiberlappende innere Elektrode 
33b ist dagegen auf einer anderen seitlichen Oberflache 
des dielektrischen Substrats 32 herausgefuhrt und elek- 

60 trisch mit einer auf dieser seitlichen Oberflache ausge- 
bildeten Klemmenelektrode 34D verbunden. 

Wie oben beschrieben wurde, ist das dielektrische 
Substrat 32 bei dieser Ausfuhrungsform mit einem ein- 
zelnen Kondensatorteil versehen, so daB es mdglich ist, 

65 die Anzahl an Mehrschichtkondensatoren zu verrin- 
gern, die auf den oberen und unteren Oberfiachen des 
dielektrischen Substrats 32 montiert werden mtissen. 
Hierdurch wird eine weitere Miniaturisierung des ge- 
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samten LC-Filters 31 erreicht 

GemBB Fig. 6 sind mehrere chipfdrmige Spulen 35 
und 36 auf der oberen Oberflache des dielektrischen 
Substrats 32 montiert. Weiterhin ist auf der oberen 
Oberf&che des dielektrischen Substrats 32 ein Verbin- 
dungsmuster 37 ausgebildet, das durch Aufbringen einer 
Leitpaste und Brennen derselben erhalten wurde. Wei- 
terhin sind Mehrschichtkondensatoren38 und 39 auf der 
oberen Oberflache des dielektrischen Substrats 32 bef e- 
stigt. Die chipformigen Spulen 35 und 36 und die Mehr- 
schichtkondensatoren 38 und 39 sind durch das zuvor 
erw&hnte Verbindungsmuster 37 elektrisch miteinander 
verbunden. Andererseits sind auf den seitlichen Oberfia- 
chen des dielektrischen Substrats 32 Elektroden 34A bis 
34J ausgebildet, die elektrisch mit dem Verbindungsmu- 
ster 37 bzw. den inneren Elektroden 33a bis 33c in dem 
dielektrischen Substrat 32 verbunden sind. Diese Ele- 
mente sind in der Weise elektrisch miteinander verbun- 
den, daB sie ein LC-Filter bilden, dessen Schaltung in 
Fig* 8 gezeigt ist 

Gem&B Fig. 7A und 7B ist eine Gias-Glasurschicht 42 
dazu vorgesehen, die Schwimmkapazit&ten zwischen 
der inneren Elektrode 33a im Inneren des dielektrischen 
Substrats 32 und dem Verbindungsmuster 37 auf der 
oberen Oberflache desseiben zu verringern. 

Mit Hilfe einiger der Elektroden 34A bis 34J, die auf 
den seitlichen Oberfl&chen des dielektrischen Substrats 
32 aufgebracht sind und zur Verbindung dieses LC-Fil- 
ters 31 mit der Umgebung notwendig sind, ist es mog- 
lich, das LC-Filter 31 nach diesem Ausftihrungsbeispiel 
durch Oberfl&chenmontage auf einem Substrat in der 
Form einer gedruckten Schaltung oder dergleichen zu 
montieren. Mit anderen Worten, das LC-Filter 31 nach 
diesem Ausftihrungsbeispiel ist als oberfl&chenmontier- 
bares chipf6rmiges LC-Filter ausgebildet Somit ist es 
mdglich, dieses LC-Filter 31 in effizienter Weise mit 
Hilfe eines Automaten auf einer gedruckten Schaltungs- 
platine oder dergleichen zu montieren. 

Dank des zuvor erwahnten Kondensatorteils, der in 
dem dielektrischen Substrat 32 ausgebildet ist, ist es 
mdglich, die Anzahl separater Kondensatoren zu verrin- 
gern und so das LC-Filter 31 mit dem darin enthaltenen 
Kondensatorteil insgesamt zu miniaturisieren. 

AuBerdem ist es moglich, die Charakteristik einzu- 
stellen, indem man einen Laserstrahl 43a einer extern 
angebrachten Lasereinheit 43 einwirken laBt und so die 
den Kondensatorteil bildende innere Elektrode 33a zu- 
rtickschneidet oder trimmt, wie in einer teilweise aufge- 
schnittenen Ansicht in Fig. 6 gezeigt ist. Mit anderen 
Worten, es ist moglich, die Charakteristik des LC-Filters 
31 insgesamt einzustellen, indem die Flache der inneren 
Elektrode 33a durch eine solche Laserbearbeitung ver- 
ringert und somit die Kapazit&t des Kondensatorteils 
eingestellt wird. Diese Einstellung kann durch Einsatz 
des Laserstrahls 43a sehr feinftihlig und mit hoher Ge- 
nauigkeit vorgenommen werden, und die eingesteilten 
Werte bleiben dann im wesentlichen unver&ndert Somit 
wird die Charakteristik des Bauelements auch hinsicht- 
lich der Stability nach der Einstellung verbessert 

Bei dieser Ausftihrungsform sind die chipfarmigen 
Spulen 35 und 36 als Induktivitatselemente auf der obe- 
ren Oberflache des dielektrischen Substrats 32 montiert. 
Deshalb ist es auch mflglich, die oberen Flanschbereiche 
35a und 36a der chipfdrmigen Spulen 35 und 36 durch 
Bestrahlung mit Laserstrahlen zuzuschneiden und so die 
elektronischen Eigenschaften einzustellen. Bei dem LC- 
Filter nach diesem Ausftihrungsbeispiel ist deshalb eine 
einfache Einstellung der KenngrdBen nicht nur bei dem 
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Kondensatorteil, sondern auch bei den Induktivitatsele- 
menten moglich, wodurch die Moglichkeit zur einfachen 
und genauen Einstellung der Gesamt-Charakteristik des 
Bauelements weiter verbessert wird. 
5 Obgleich bei diesem Ausftihrungsbeispiel die chipfdr- 
migen Spulen 35 und 36 gegentiber der Mitte des dielek- 
trischen Substrats 32 versetzt sind, ist es m6glich, die 
oberen Flanschbereiche 35a und 36a dieser chipformi- 
gen Spulen 35 und 36 mit ieistungsstarken Saugdtisen 
io anzusaugen, um das LC-Filter 31 bei der Oberfiachen- 
montage zu halten. 

Die Erfindung ist nicht auf LC-Filter nach dem oben 
beschriebenen Ausftihrungsbeispiel mit der in Fig. 8 ge- 
zeigten Schaltung beschrankt, das durch die beiden als 
15 Induktivitatselemente dienenden chipformigen Spulen 
35 und 36, den Kondensatorteil in dem dielektrischen 
Substrat 32 und die beiden Kondensatoren 38 und 39 
gebildet wird, sondern ist auch bei LC-Filtern anwend- 
bar, die einen unterschiedlichen Schaltungsaufbau auf- 
20 weisen, wie beispielsweise in Fig. 9 bis 11 gezeigt ist 
Insbesondere ist es moglich, ein kleinbauendes chipfdr- 
miges LC-Filter mit einfach und genau einstellbarer 
Charakteristik ahnlich dem zuvor beschriebenen Aus- 
ftihrungsbeispiel zu schaffen, indem wenigstens ein 
25 Kondensatorteil in einem dielektrischen Substrat ausge- 
bildet wird und wenigstens ein Induktivitatselement und 
ein notwendiges Kondensatorelement auf der oberen 
Oberflache dieses dielektrischen Substrats montiert 
werden. 

30 Weiterhin kann zur Bildung eines chipformigen LC- 
Filters auch ein weiteres Element, beispielsweise ein Wi- 
derstand, auf dem dielektrischen Substrat 32 montiert 
oder ein Widerstandsfilm auf dem dielektrischen Sub- 
strat 32 ausgebildet werden. 
35 GemaB Fig. 7A und 7B ist die chipfdrmige Spule 35 
auf dem dielektrischen Substrat 32 mit Hilfe eines ther- 
misch aushartenden Klebers 44 befestigt, der so aufge- 
bracht ist, daB die chipformige Spule 35 auch unter W&r- 
meeinwirkung nicht von dem dielektrischen Substrat 32 
40 herabfallt, wenn das LC-Filter 31 bei der Montage auf 
einer gedruckten Schaltungsplatine oder dergleichen 
durch einen Reflow-Ofen lauft Zwar ist es mdglich, eine 
auf der unteren Oberflache der chipfdrmigen Spule 35 
vorgesehene Elektrode an das Verbindungsmuster 37 
45 anzuheften (anzuloten), um das LC-Filter 31 als einfa- 
ches Bauelement fertigzustellen, doch ist die chipformi- 
ge Spule 35 bei diesem Ausftihrungsbeispiel zus&tzlich 
mit Hilfe des thermisch aushartenden Klebers 44 an 
dem dielektrischen Substrat 32 befestigt, so daB sie auch 
so bei der im Gebrauch auftretenden Warmeentwicklung 
nicht von dem Substrat herabfallt. Wenn das LC-Filter 
31 im Gebrauch keiner starken Warmeeinwirkung un- 
terliegt, kann der thermisch ausMrtende Kleber 44 fort- 
gelassen werden. 
55 Bei dieser Ausftihrungsform ist es mdglich, die Anzahl 
separater Kondensatoren zu verringern, die zur Bildung 
eines LC-Filters bendtigt werden, da wenigstens ein 
Kondensatorteil in dem dielektrischen Substrat ausge- 
bildet ist Somit kann das LC-Filter insgesamt miniaturi- 
60 siert werden. 

Weiterhin kann das LC-Filter 31, das durch eine an 
der seitlichen Oberflache oder der unteren Oberflache 
des dielektrischen Substrats 32 angebrachte Klemmen- 
elektrode mit der Umgebung elektrisch verbunden ist, 
65 durch OberflSchenmontage auf einer gedruckten Schal- 
tungsplatine oder dergleichen angebracht werden. Dar- 
uberhinaus ist es moglich, die Charakteristik des zuvor 
erwahnten Kondensatorteils durch Laser-Trimmung 
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abzustimmen, wodurch eine Feineinstellung der Cha- 
rakteristik erleichtert und die Stabilitat der Charakteri- 
stik nach der Einstellung verbessert wird. 

Somit wird bei verringerter Anzahl der benotigten 
Bauteile auch die Zuverlassigkeit des LC-Filters verbes- 
sert. 



12. Baustein nach Anspruch 10 oder 11 in der Form 
eines LC-Filters (31). 



Hierzu 6 Seite(n) Zeichnungen 
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Patentanspriiche 

1 . Chipformiger elektronischer Baustein mit io 

— einem Substrat (1 ; 21 ; 32), 

— einem auf dem Substrat montierten elektro- 
nischen Element (2; 20; 35, 36) und 

— mehreren an einer Oberflache des Substrats 
angeordneten Eiektroden (4, 5; 34A— 34J, 37) 15 
fur den elektrischen AnschluB des elektroni- 
schen Elements, 

dadurch gekennzeichnet, daB das elektroni- 
sche Element (2; 20; 35, 36) in seinem oberen 
Bereich (2a; 35a, 36a) eine freiliegende flache 20 
Oberflache aufweist, die das Ansaugen des 
Bausteins mit einer Saugdiise (3) gestattet. 

2. Baustein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das elektronische Element (2; 20) im we- 
sentlichen in der Mitte auf dem Substrat (1; 21) 25 
montiert ist. 

3. Baustein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (1; 21; 32) ein kera- 
misches Substrat ist. 

4. Baustein nach einem der vorstehenden Ansprii- 30 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (1 ; 

21 ; 32) ein dielektrisches Element ist 

5. Baustein nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das elektronische 
Element (2; 20; 35, 36) durch Anloten an die Elek- 35 
troden (5; 37) des Substrats auf dem Substrat befe- 
stigt ist. 

6. Baustein nach einem der vorstehenden Ansprti- 
che, gekennzeichnet durch eine zwischen dem Sub- 
strat (1; 32) und dem elektronischen Element (2; 35, 40 
36) eingefiigte Klebeschicht (10; 44). 

7. Baustein nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB auBer dem mit 
der flachen Oberflache versehenen elektronischen 
Element (2; 35, 36) weitere elektronische Elemente 45 
(6, 7, 8; 38, 39) auf dem Substrat (1; 32) montiert 
sind. 

8. Baustein nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das mit der fla- 
chen Oberflache versehene elektronische Element 50 
(2; 35, 36) ein chipf6rmiges Induktivitatselement ist. 

9. Baustein nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das mit der flachen 
Oberflache versehene elektronische Element (20) 
ein blockformiges Induktivitatselement ist. 55 

10. Baustein nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das elektronische Element (35, 36) ein 
Induktivitatselement ist und daB durch mehrere in- 
nere Eiektroden (33a— 33c), die einander iiberlap- 
pend in dem dielektrischen Substrat (32) angeord- 60 
net und durch dielektrische Schichten getrennt 
sind, ein kapazitives Element gebildet wird, das 
elektrisch mit den Eiektroden (34A— 34 J, 37) und/ 
oder dem Induktivitatselement (35, 36) verbunden 
ist. 65 

11. Baustein nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Induktivitatselement eine chip- 
formige Spule (35, 36) ist 
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